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第２章 中国地域における半導体関連企業および半導体関連技術を

持つ大学・高専等のポテンシャル調査 
 

（１）半導体関連企業、大学・高専等の技術内容に関する調査と集積マップ作成 

 

［１］対象とする半導体関連技術とリスト作成 

本事業では、中国地域の半導体関連産業の強みが九州・東北地域のようなデバイス（前

工程）ではなく、デバイス生産を支える製造装置や評価・試験装置、材料、実装（狭義の

後工程）にあることを踏まえ、「半導体関連産業」を以下のとおり定義する。 

 

 

 

 

 

 「半導体関連産業」に該当する企業や関連した研究を行う大学・高専等の研究者に関し

て、当センターがこれまで約 10 年にわたって実施してきた中国地域の半導体関連産業への

支援実績、当センターが公益活動の一環として昨年度まで開催してきた「電子デバイス事

業化フォーラム（注１）」への参加者、そして本事業で連携するひろぎんエリアデザイン㈱が

持つ広島銀行グループのネットワークを活用して広島県を中心に岡山県、山口県や山陰両

県での半導体関連企業の発掘・リストアップを行い、それらに対して中国地域の半導体関

連産業の集積強化の観点から後述する「中国地域半導体関連産業振興協議会（以下、「協議

会」／第４章（１）に詳細）」に参加を依頼した。 

 

（注１）当センター、中国経済産業局、備後半導体技術推進連合会（ＢＩＳＴＥＣ）が事務局となり、地
域企業や産業支援機関、大学、金融機関を対象に、地域の半導体・電子デバイス関連分野でのネット
ワーク拡充や事業化促進、技術者育成を目的として 2021 年度まで 10 年以上開催（年４回程度）して
きた公開フォーラム。経済産業省の産業クラスター計画（H18～21）での「ＦＰＤ研究交流会」を前身
とし、毎回 100 名以上が参加した。 

 

［２］集積マップの作成 

委託元と調整し、協議会の会員企業を対象とする「中国地方における半導体関連企業集

積マップ」（以下、「集積マップ」）を作成した（資料１）。集積マップには協議会の会員企

業のみを掲載しており、来年度以降も引き続き集積マップ掲載企業を拡大する予定として

いる。また、この集積マップを用いて、中国地方の半導体関連企業の技術や製品を広く紹

介し、地域内外での取引を拡大し集積を強化するための広報媒体として使用する。 

 

［３］研究者データベースの作成 

集積マップと並行して、上記リストに掲載した研究者の中から、第４章（３）で後述す

る「教育機関会議」に参加した中国地域の国立大学・高専等での半導体研究者 14 名の研究

中国地域の「半導体関連産業」 

＝「デバイス（前工程）」 

＋製造装置＋材料（部素材）＋後工程（狭義の定義である「実装」） 

＋試験・評価装置 など 
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者データベース（以下、「研究者ＤＢ」）を作成した（資料２）。 

この研究者ＤＢについても、研究内容を詳しく紹介することで中国地域の半導体関連企

業との共同研究・開発につながるマッチングを促進し、さらに中国地域外の企業等にも広

く紹介するなど、半導体に関連する集積強化のための広報媒体として使用する。 

 

 

（２）先進地での取引状況調査 

半導体関連産業の集積強化の一環として、半導体関連企業と半導体関連企業以外の地域

企業間での取引（以下、「業種横断取引」）拡大が有効と判断し、中国地域での取引増加に

向けた課題を明らかにするため、九州エリアと東北エリアを対象として事例調査を行った。 

 従来より、九州エリアでは、九州経済産業局と九州半導体・エレクトロニクスイノベー

ション協議会（以下、「ＳＩＩＱ」）を中心に業種横断的取引の拡大に向けた試みが行われ

てきた。当研究センターもそうした活動を参考とし、過去に 10 年間ほど連携して、全国の

支援機関を集めた広域連携会議の開催、相互のイベントへの地域企業の参加、海外商談会

への企業の派遣、地域ブロックを超えた企業マッチングなどでノウハウを共有してきた（表

２－１）。その中には、ＳＩＩＱと連携し、地域ブロックを超えた業種横断的取引の支援実

績もある。 

 

表２－１ 当研究センターと九州経済産業局・ＳＩＩＱとの連携実績 

 

 

本事業では、ＳＩＩＱに対する聴取調査によって事例を調査したところ、多くの事例が、

九州の中小企業が保有する技術を、ＳＩＩＱの会員企業である大手装置メーカーの部品加

工や工程改善、コスト削減等に寄与させる形で受注を得ている。中国地域での業種横断的

取引の拡大でも、こうした装置メーカーとの取引に着目することが効果的である。 

 東北地域でも、「東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会」が 2022 年 6 月 1 日に

設立され、産学官で構成するＷＧ会議の一つとして「サプライチェーン強靭化ＷＧ」を設

置し、今後に業種横断取引を含めた取引拡大に向けた取組を進めることとしている。今後、

半導体以外の業種との取引を拡大して国内のサプライチェーン全体を強化していくにあた

っては、こうした広域連携や関連団体との連携の視点を含めた検討が有効である。 
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（３）業種横断取引を含む中国地域半導体関連産業の集積強化に向けた課題整理 

以下では、業種横断取引を含め、中国地域での半導体関連事業に関する取引全体を対象

に、集積強化に向けた課題を明らかにする。 

 

［１］中国地域の半導体関連産業の現状 

集積強化に向けた課題把握のため、まず、中国地域のサプライチェーンの現状について

調査・整理を行った。その一つは、協議会の会員企業を対象に実施したアンケート調査で

ある。 

 

〈１〉アンケート調査の実施概要 

 アンケート調査は、協議会の会員企業全 59 社（実施当時）を対象に案内を送付し、39 社

から回答を得た（表２－２、有効回答率 66.1％）。調査票は資料３のとおりである。 

 

表２－２ アンケート調査の実施概要 

 

 

〈２〉回答企業の属性 

 回答企業の構成は、装置メーカーと材料メーカーが各４割、半導体メーカーは４社（10％）

で、その他は商社、人材派遣会社などである。売上や従業員規模から、中小規模から大手

企業まで幅広く回答があった（図２－１）。 

 

図２－１ 回答企業の属性 
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〈３〉半導体関連事業の売上と収益 

過去３年間ほど「半導体不足」が顕著になっているが、その間の各社の半導体関連事業

の売上と収益を確認すると、20％以上の「増収増益」は 39 社中 16 社に対して、「減収減益」

はわずか２社と、中国地域でも半導体業界は活況を呈していることが分かる。また、各社

での半導体事業の売上構成比は、半導体メーカーや装置メーカーで 100％近くを占めている

が、総合化学メーカーや半導体分野を新規事業と位置付ける中小企業などで低い構成比と

なっている（図２－２）。 

 

図２－２ 半導体関連事業の売上と収益、売上構成比 

  

 

 

〈４〉半導体関連事業の現状（調達・納期・生産コスト） 

半導体関連事業の現状を調達・納期・生産コストの観点で確認すると、生産コストの高

騰が 39 社中 25 社で確認でき（図２－３）、内訳も半導体３社、装置８社、材料 11 社、そ

の他２社、（不明１社）と業態を問わず半導体業界全体に及んでいることが分かる。 

コストが高騰している内容は、エネルギー（電気、燃料ガス、化石燃料）、材料（SUS、

Al などメタル部材、テフロンなど樹脂部材、材料ガス、ターゲットなど）であり、「調達品

全般」「急速な高騰」という回答もあった。 

 

図２－３ 半導体関連事業の現状 

 

【売上構成比】 
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ものとなった。実際に、聴取調査でも「業界の潮流や技術トレンドの情報」、「調達品の在

庫調整等に資する情報提供」を求める声が挙がっている。 

また、「販路・新規顧客の開拓」や「連携先（半導体関連企業）の開拓・確保」も右上方

に位置し、聴取調査で確認した「生産・設計の一部を委託できる企業の確保」に向けた支

援要望の多さを裏付けている。 

 

［２］協議会会員企業による半導体関連事業サプライチェーン 

 このアンケート調査では、会員企業による中国地域の半導体関連事業サプライチェーン

も確認している。会員企業の事業分野を「半導体製造」「製造装置」「材料」の大分類に区

分し、それぞれの内容を選択肢で提示して確認したところ（図２－６）、サプライチェーン

に厚みが見られる（複数企業の参入が確認できる）のは以下の分野である。 

半導体製造：ウェハー製造後の表面加工以降の工程 

製造装置：露光やエッチングなどパターニング前後、搬送や試験・検査工程 

材料：プロセスガス、洗浄液など 

一方で、以下の分野では複数企業の参入が確認できなかった。 

半導体製造：フォトマスク、インゴット 

製造装置：熱処理・アニール、モールディング 

材料：ソー・ワイヤー、研磨剤、スパッタ液、メッキ液、サポートガラス、フレーム、

ワイヤーなど 

 

図２－６ 会員企業の半導体関連事業内容 
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［３］中国地域のサプライチェーンに関する課題抽出と解決の方向性 

 アンケート調査に加えて、協議会の会員企業を主とした中国地域及び先進地域である九

州地域の企業等に対して聴取調査を実施し、サプライチェーンの現状と産業集積強化に向

けた意見を聴取した。 

 この聴取調査から、中国地域での半導体関連事業に関する取引拡大と、その先の半導体

関連産業の集積強化に向けた課題を整理し、それらに対する解決策の方向性を示したもの

が表２－３である。主な意見から課題を整理すると、①業種横断的取引の拡大、②材料メ

ーカーとの関係構築、③広域連携も視野に入れた調達体制強化、④長期的視点での集積強

化に向けた交流機会の設定、⑤事業環境変化への対応、⑥次世代技術獲得に向けた準備・

検討の６つに区分され、それぞれに対する解決の方向性として、①九州での異業種からの

半導体関連事業参入の事例紹介とその支援ノウハウの共有、②材料メーカーと中小部材加

工メーカーとの対話の機会創出、③九州と連携した調達体制の強化検討、④装置メーカー

や半導体メーカーと中小企業との技術交流機会の設定、⑤事業環境に影響するマクロ要因

（リスク）・規制等に関する情報収集とベストプラクティスの共有、⑥国内外の先進事例に

関する情報共有と中国地域での将来技術形成のポイント検討を一案として提示する。 

 このうち、業種横断的取引については、本項［２］で示した中国地域の半導体サプライ

チェーンで確保できていない技術・プロセスに対して、異業種からの参入も含めて補完し

ていくことが有望ではあるものの、中国地域の主な半導体メーカーや装置メーカーの調達

レンジ（地域範囲）も踏まえた詳細検討が必要であり、さらには中国地域だけで補完して

いくアプローチを採るのか、あるいは九州と一体になって「西日本半導体サプライチェー

ン」として補完する方策とするのかといった検討も必要と考えられるため、来年度以降も

企業や業界団体、行政関係者との調整を継続していく。 
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表２－３ サプライチェーンの現状と産業集積強化に向けた課題と解決の方向性 
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第３章 半導体人材の育成強化 
 

（１）中国地域の大学・高専等における半導体人材育成に関するカリキュラム内容の検討 

 

［１］中国地域での人材育成カリキュラムに関する調査 

中国地域の大学・高専等での半導体教育のカリキュラムについて、委託元と調整して以

下の大学・高専等（13 機関）を対象に設定して調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 これらのうち、全体像とポイント、各大学・高専が提示した「特徴ある半導体教育の内

容」をまとめたものが表３－１である。今後の中国地域におけるカリキュラム案の組成及

び試行・検証にあたり、これらの特徴ある教育内容に加え、第２章（１）［３］に記載した

研究者ＤＢも活用して検討する。 

 

表３－１ 中国地域の国立大学・高専での半導体カリキュラムの現状

 

【鳥取県】鳥取大学、米子工業高等専門学校 

【島根県】島根大学、松江工業高等専門学校 

【岡山県】岡山大学、津山工業高等専門学校 

【広島県】広島大学、呉工業高等専門学校、広島商船高等学校 

【山口県】山口大学、徳山工業高等専門学校、 

宇部工業高等専門学校、大島商船高等学校 
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 ［２］九州地域での人材育成カリキュラムに関する調査 

九州地域での大学・高専での半導体教育のプログラムについては、以下の大学・高専等

（16 機関）について調査を実施した（表３－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－２ 九州地域の国立大学・高専における半導体関連教育内容 

 
 ※九州工業大学、佐世保工業高等専門学校、熊本高等専門学校については、表３－５で記述している。 

（資料）各大学・高専シラバス等から作成 

 

【福岡県】九州大学、九州工業大学、北九州高専、有明高専、久留米高専 

【佐賀県】佐賀大学 

【長崎県】長崎大学、佐世保高専 

【熊本県】熊本大学、熊本高専 

【大分県】大分大学、大分高専 

【宮崎県】宮崎大学、都城高専 

【鹿児島県】鹿児島大学、鹿児島高専 
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このうち、九州地域での半導体人材育成の主体であるＳＩＩＱと九州経済産業局からの

助言から、九州工業大学マイクロ化総合技術センター（福岡県飯塚市）と佐世保工業高等

専門学校（長崎県佐世保市）を重点調査対象として聴取調査を実施し、その他の事例につ

いても関係者への聴取調査や公表資料を基に調査を実施した（表３－５）。 

 

［３］人材育成カリキュラムに関する個別事例の収集・分析 

上記[１] と[２]の中から、半導体人材育成を特に体系的かつ戦略的に実施している事例

を中国地域内外から選定し、個別事例として重点的に情報収集を行い特徴を分析した。 

 

〈１〉広島大学ナノデバイス研究所「半導体ＣＭＯＳ実践プログラム」 

 公表資料による調査から判断すると、中国地域で最も充実したカリキュラムを持つのは

広島大学であり、大学院先端物質科学研究科の「半導体集積科学専攻（大学院再編後では、

大学院先進理工系科学研究科の「量子物質科学プログラム」）」が学内のナノデバイス研究

所（以下、「ＮＤ研究所」）と連携し、社会システムにおけるアプリケーションを視野に入

れた回路・システム設計から半導体集積デバイス・製造プロセス技術まで、視野の広い先

端研究者と高度な実務能力を備えた専門技術者の養成を目指している。 

 また、ＮＤ研究所は、総面積 830 ㎡のスーパークリーンルームを外部に開放して半導体・

ナノテクノロジーの研究を強化しており、2021 年からは文部科学省「マテリアル先端リサ

ーチインフラ事業」でＳｉＣ（炭化ケイ素）やＧａＮ（窒化ガリウム）などのワイドバン

ドギャップ半導体や高性能太陽電池などのエネルギー変換マテリアル・デバイスにフォー

カスした研究開発・支援とデータ蓄積・構造化を進めている（2030 年までの 10 年間事業）。 

 さらに、ＮＤ研究所は産業界からのニーズに応える

形で継続的に社会人教育を実施しており、代表事例が

「半導体ＣＭＯＳ実践プログラム」である。６日間で

Si-CMOS トランジスタの作製・評価を実習し、参加費一

人あたり６万円で 2022 年度は 14 名を受け入れている

（右・下の資料のとおり）。３日間のコースも設けてお

り、そこには 13 名が参加した。また、「SiC-SBD の試作

とパワー半導体デバイスの測定（２日間コース）」も実

施している。 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学「半導体ＣＭＯＳ実践プログラム」 

募集案内 

  
（資料）広島大学黒木教授 提供 

広島大学「半導体ＣＭＯＳ実践プログラム」 

での実習の様子 

 
（資料）広島大学黒木教授 提供 
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〈２〉九州工業大学マイクロ化総合技術センター公開講座「半導体製造プロセス（前工程）」 

九州工業大学のマイクロ化総合技術センターは、もともと企業へ半導体関連設備を貸し

出し、共同研究などに展開する施設として 1990 年代後半に設置された。マスクを作製して

からＬＳＩ・ＭＥＭＳデバイスを試作し、特性評価や解析・テストまで行える 90 台近い装

置を備え、金属や化合物、成膜などの加工も可能な設備を揃えている。 

 ここで、「半導体デバイス製造プロセス」として

前工程を教育する公開講座を開講している（右資

料のとおり）。内容は、クリーンルームで論理回路

を作製し、微細加工の基礎を学び、光学露光装置

や電気炉、ＣＶＤ、イオン注入やエッチング装置

を自身で操作してＭＯＳＦＥＴやＣＭＯＳ回路を

作製し、測定評価するまでを４日間で体験する。

今年度は１回あたり 12 名定員（実際には最大 16

名まで受け入れるがクリーンルームが混雑する）

×８回で約 100 名が受講した。また、遠隔参加（ラ

イブ配信）でも年間 600 名ほどが受講し、合わせ

て 700 名ほどが受講している。 

受講料は一人 133,900 円（オンライン受講は別

料金設定）で、実施体制としては、教員が中村教

授（センター長）馬場教授（副センター長）の２

名、高度専門職２名、試作スタッフ２名、事務ス

タッフ２名で計８名となっている。 

来年度は、文科省予算を獲得して受講者を３倍に増やす計画（オンライン受講者を含む）

であり、そのための方法・体制を現在検討している。 

 

〈３〉佐世保工業高等専門学校「半導体工学概論」「半導体デバイス工学」 

高専での授業科目として、今年度前期に「半導体工学概論」、後期に「半導体デバイス工

学」を開講した（表３－３）。 

「半導体工学概論」は、半導体の歴史と基礎物性（結晶・バンド構造や分類・キャリア

など）に始まり、半導体の実用例（ディスクリート、ミックスドシグナルデバイス、集積

回路、光学素子、パワー半導体、ＣＭＯＳセンサー）、製造技術、工場見学で構成される。

実用例ではＳＩＩＱ、製造技術では九州工業大学が講師を務め（他は佐世保高専）、工場見

学はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱長崎テクノロジーセンターと㈱ＳＵ

ＭＣＯ、産業技術研究所（以下、「産総研」）九州センターを訪問している。 

「半導体デバイス工学」では、半導体の製造に特化したカリキュラムを編成し、ＳＩＩ

Ｑ、Intel、ＳＵＭＣＯ、ＪＥＩＴＡや産総研が講師を担当し、実習（校内）では産総研の

ミニマルファブでリソグラフィーの実習を行っている。 

九州工業大学マイクロ化総合技術センター 

公開講座「半導体製造プロセス」募集案内 

 
（資料）九州工業大学ウェブサイト 
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表３－３ 佐世保工業高等専門学校「半導体工学概論」「半導体デバイス工学」の内容 

 

（資料）佐世保高専 提供 

 

 

佐世保高専の全学科（電気電子工学科、電子制

御工学科、機械工学科、物質工学科の計 160 名を

対象）で選択科目として設定し、「半導体工学概論」

で 68 名、「半導体デバイス工学」で 65 名の学生が

受講した（右資料）。 

 

 

 この取組は、国立高等専門学校機構（以下、「高専機構」）による「Society 5.0 型未来技

術人財」育成事業の COMPASS 5.0（次世代基盤技術教育のカリキュラム化）の中に位置付け

られ、佐世保高専と熊本高専を拠点校として、半導体教育に取り組んでいる高専が強みを

出し合い、オンライン授業も活用して、全国の高専生が半導体に関する様々な知識・技術

を学べる体制の構築を目指している。また、日本全国の半導体関連企業を実習の場として

活用することで高専生に実践的教育を提供することも計画されている（図３－１）。 

 高専が半導体人材の教育を進める意図としては、半導体の産業としての裾野が広く、製

造プロセスでは電子系学科に加え、機械系学科（装置）、化学系学科（材料）も深く関係し、

利用プロセスでも情報系学科（AI・IoT 活用）や建築系学科（建築物）、商船系学科（船舶）

での応用が見込まれるため、オール高専で川上から川下までをカバーする半導体教育の構

築を目指している（図３－２）。 

 高専として育成する人材は、大学や企業と連携した研究開発などの「トップ人材」と、

半導体の製造や品質管理で中心的な立場を担う「ボリュームゾーン人材」の両方の育成を

目指して、企業・大学・高専間での連携教育が始まっている（図３－３）。 

 

佐世保高専「半導体工学概論」での 

授業の様子 

 
（引用）佐世保高専ウェブサイト 
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〈４〉個別事例のまとめ 

中国地域内外での半導体人材育成の事例を取りまとめたものが表３－４と表３－５であ

る。 

 

表３－４ 半導体人材育成の事例（中国地域） 

 
（資料）各機関の提供資料およびウェブサイト等から作成 

 

表３－５ 半導体人材育成の事例（中国地域外） 

 

（資料）各機関の提供資料およびウェブサイト等から作成 
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［４］人材育成カリキュラムに関する専門家・関係者への聴取調査 

前項までに調査した個別事例のカリキュラム編成者や運営者に加え、半導体人材の育成

に知見のある専門家に対して聴取調査を行い、カリキュラム構成の背景にあるニーズ、運

営時の実情や問題点、そして今後の展開計画や意向を確認した。さらに、今後に中国地域

で半導体人材の重点的育成を進めるにあたっての助言を得るとともに、人材育成での連携

可能性も探った。 

 

［５］半導体関連企業における人材育成ニーズ 

中国地域の半導体関連企業に対して、人材育成内容の検討材料とするため、採用・育成

の現状や求める人材像をアンケート調査し、その後に材料や製造装置、デバイスなど各分

野の代表的企業を選定して重点的な聴取調査を実施した。なお、アンケート調査は第２章

（３）[１]で説明したアンケートと同時に実施し、協議会の会員企業全 59 社（実施当時）

を対象に案内を送付し、39 社から回答を得た（表２－４、有効回答率 66.1％）。調査票は

資料３のとおりである。 

 

〈１〉人材確保の現状 

 職種別の人材確保の現状について、「人材の不足度」と「採用の難易度」の観点で質問し、

数値化してプロットすると（図３－４）、研究開発職が圧倒的に不足し、なおかつ採用の難

しさを極めている。後述するが、研究開発職には求められる知識や技術の幅が広く、育成

に時間が掛かることが社内での不足感を強める側面になっている可能性がある。 

 

図３－４ 人材確保の現状（プロット図） 

 

（注）図２－５と同様に、各職種の不足度について「かなり不足している」＝3、「やや不足している」＝1、「ほぼ

足りている」＝-1、「十分に足りている」＝-3、採用の難易度について「かなり困難」＝3、「やや困難」＝1、

「やや容易」＝-1、「かなり容易」＝-3として数値化し、職種ごとに平均値を算出してプロットした。 
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生産技術職と技術営業職でも人材不足と採用の難しさが見られ、新しい生産技術導入や

生産性向上、提案型営業に向けてこれらの職種の必要性高まっているものと推測できる。 

 

〈２〉人材の採用意向 

 人材の採用意向を短期的観点（１～３年後）と中期的観点（４～１０年後）、および職種

別に確認したところ（図３－５）、短期・中期ともオペレーター、生産技術職、研究開発職、

技術営業職で増員意向が強くみられ、経歴別では、高専、学部卒、院修士卒および業界経

験者へのニーズが強く出ている。 

いずれも一定の採用意欲は確認できたが、聴取調査では半導体業界特有の生産変動サイ

クルへの対応から人材採用に慎重な声も寄せられた。 

 

図３－５ 人材の採用意向 

 

 

〈３〉求める知識・技術 

 求める知識・技術を職種別に質問すると、オペレーターで「製造装置のオペレーション

経験」「オペレーションズマネジメント」、生産技術職で「機械工学」や「機械・流体・材

料・制御力学」、生産管理職で「工程管理」、品質管理職で「品質管理」、技術営業職で「プ

ロジェクトマネジメント」「英語」をはじめとする外国語を回答する企業が多く、各職種に

必要な基礎的知識・技術が確認できた。 

 一方で、研究開発職には基礎的な工学理論に加え、設計開発やプログラムミング・ＡＩ

などデジタルの素養、そして実習経験や知財、語学といったかなり幅の広い知識・技術が

求められることが分かり、研究開発者の育成を早急に進める必要があると認識できる（図

３－６）。 
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図３－６ 求める知識・技術（職種別） 

 

 

 

〈４〉人材育成の強化方策 

 各社が考える人材育成の強化は、社内研修を軸として、外部の研修プログラム活用（拡

大）、教育・研究機関との共同研究を育成を組み合わせる方式との回答になっている（図３
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－７）。 

 企業独自の努力をベースとしつつ、外部のリソース活用も想定しており、聴取調査では

個別の事情を踏まえたカスタマイズ・出前講習などへの期待もあった。 

 

図３－７ 人材育成の強化方策 

 
 

〈５〉インターンシップの受入 

 インターンシップは、大学（学部）生と大学院の修士学生を中心に、高専や高校生も対

象として３割以上の企業で実施されていることが分かる（図３－８）。聴取調査でもインタ

ーンシップを重要視する意見が多く、機会拡充や半導体関連企業の魅力アピールのための

産学協調が重要となる。 

 

図３－８ インターンシップの受入 

 

 

〈６〉研修の現状と課題 

 人材育成として 39 社中 25 社が社内研修を実施しているが、その課題として約半数の企

業が「時間数の確保」「講師の確保」「効果の見えづらさ」を挙げている。こうした背景も

あってか外部プログラムを活用した研修も既に半数以上で実施されており（図３－９）、今

後は外部研修で外部講師を確保して効率的・効果的に実施することが有効と考えられる。 

 

図３－９ 研修の実施状況 
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〈７〉外部研修機関の活用ニーズ 

 社内でも工学基礎や工程・品質感をはじめとして一定レベルの研修が行われているもの

の、設計開発や企画・知財・マーケティング、そして英語以外の外国語（中国語、韓国語、

ベトナム語など）での外部研修機関活用ニーズが高い結果となっている（図３－１０）。 

 

図３－１０ 研修の実施方法 

  

（注）青棒が「社内で実施している」、オレンジ棒が「社外のプログラムを活用したい」との回答 

 

〈８〉聴取調査の結果 

 企業への聴取調査で特に指摘の多かったのは「半導体業界の認知度・魅力向上」と「必

要なスキルの明示化」に関連する内容であり、前者に対しては中国地域の半導体関連産業

を「見える化」して魅力を伝えて認知度を高める、後者に対しては半導体関連産業で必要

なスキルを明示したスキルマップなどを用いて求めるスキルを明確にし、活躍の場をアピ

ールしてマッチング効率を高めることが解決策の一案である（表３－６）。 

なお、「半導体業界の認知度・魅力向上」という点では、電子情報技術産業協会（JEITA）

の半導体部会では、人材育成タスクフォース（中国地域担当はマイクロンメモリジャパン）

が大学・高専でのキャリア講演会を開催するなど、半導体関連産業への関心を喚起し、志

望学生の増加を目指した活動を実施している（今年度は広島大学と呉高専で開催）。 
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表３－６ 半導体人材育成に対する企業からの意見・ニーズ 
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第４章 中国地域における半導体関連産業振興に係る協議会の開催 
 

（１）「中国地域半導体関連産業振興協議会」の設立と会員募集 

本事業での調査内容に基づき、中国地域における半導体関連産業集積の強化計画を審

議・検討するための協議会を設置し、その中で各種委員会・検討会も設置して関係者との

協議を通じて運営を行った。 

設立からの流れとしては、2022 年 10 月 5 日に中国経済産業局が「中国地域半導体関連産

業振興協議会」（以下、「協議会」）を設立した（資料４）。これに伴い、協議会の参加案内

を半導体関連企業と大学・高専等の半導体関連研究者に送付し、会員募集を行った。 

協議会第１回会合（2022 年 10 月 5 日）までに 78 社・機関、第２回会合（2023 年 2 月 28

日）までに 93 社・機関が参加している（資料５）。会員の内訳は、企業 61、大学・高専・

教育機関 15、自治体・行政機関 12、産業支援機関・業界団体等 5 であり、会員企業（61 社）

の事業内訳は図４－１のとおりである。 

 

図４－１ 中国地域半導体関連産業振興協議会の会員構成と会員企業の事業内訳 

 

 

（２）協議会の会合開催 

協議会では、以下のとおり今年度内に会合を２回を開催した。 

 

〈１〉第１回会合 

  ①日 時  ２０２２年１０月５日（水）１３：３０～１６：００ 

  ②会 場  ひろぎんホールディングス㈱本社ビル ４階大ホール 

        ＋オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く） 

会場参加 ５８名（企業２６名、業界団体・経済団体４名、自治体１２名、 

         大学・高専９名、プレス７名） 

オンライン参加（申込数） ５９名 

（企業２４名、業界団体・経済団体３名、自治体１４名、 

             大学・高専１８名） 



 

－24－ 

 

〈２〉第２回会合 

  ①日 時  ２０２３年２月２８日（火）１３：３０～１６：３０ 

  ②会 場  ひろぎんホールディングス㈱本社ビル ４階大ホール 

        ＋オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く） 

会場参加 ３７名（企業１８名、業界団体・経済団体２名、自治体４名、 

         大学・高専６名、オブザーバー３名、プレス４名） 

オンライン参加（申込数） ５０名 

（企業１９名、業界団体・経済団体１名、自治体１２名、 

             大学・高専１３名、オブザーバー５名） 

 

（３）会議・検討会の会合開催 

上記会合に加え、協議会で以下のとおり「企画運営会議」「広域連携会議」「教育機関会

議」「スキル最適化検討会」を各１回開催した。 

 

〈１〉企画運営会議 

  ①日 時  ２０２３年１月２６日（木）１３：００～１５：００ 

  ②会 場  中国経済産業局（広島市中区上八丁堀６－３０） 第１会議室 

        ＋オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く）  ３３名（会場２４名／オンライン９名） 

 

〈２〉広域連携会議 

  ①日 時  ２０２３年２月２日（木）１４：００～１６：３０ 

  ②会 場  広島大学ナノデバイス研究所（広島県東広島市鏡山１丁目４－２） 

        ＋オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く）  ２８名（会場１１名／オンライン１７名） 

 

〈３〉教育機関会議 

  ①日 時  ２０２３年２月６日（月）１５：００～１７：３０ 

  ②会 場  オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く）  ３０名 

 

〈４〉スキル最適化検討会 

  ①日 時  ２０２３年３月７日（火）１５：００～１７：００ 

  ②会 場  オンライン（Teams） 

  ③参加者数（事務局を除く）  ３６名 
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第５章 半導体関連大手企業と地域企業とのマッチングおよび人材

育成を自立的に運営する手法の検討・提案 
 

（１）運営手法に関する調査 

 

［１］九州エリアの事例 

「九州半導体人材育成等コンソーシアム」の運営母体であるＳＩＩＱは、豊富な大手企

業と地域企業とのマッチング実績を蓄積している。当研究センターも、これまでＳＩＩＱ

との定期的な情報交換からその手法を聴き取り、実施段階での参考としてきた。 

 ＳＩＩＱの運営概要（会員組織、会費、予算、人員体制、設立スケジュール）は表５－

１のとおりである。 

 

表５－１ ＳＩＩＱの運営概要 

 
（資料）ＳＩＩＱへの聴取調査およびウェブサイトから作成 

 

このうち、特に重要なのは人員であり、主な会員企業が現役社員を派遣（出向形式）し、

コーディネーターとして九州の半導体産業全体を支援している点である。そうした産業界

の理解と重要性認識がＳＩＩＱの活動を支えている。 

 また、このＳＩＩＱと九州経済産業局とで運営する「九州半導体人材育成等コンソーシ

アム」は、半導体人材の育成・確保やサプライチェーンの強靱化を図るため、国や九州７

県・政令市、産業界、教育界等で 2022 年 3 月 29 日に設立された。 

 事業内容は以下のとおりである。 

（１）半導体人材の育成と確保 

①半導体産業のプレゼンス向上、全国への魅力発信 

②人材育成カリキュラムの作成、研修プログラムの構築と実践 

（２）半導体大手企業と地場企業、ユーザー企業との取引強化 

①大手企業と地域企業等とのマッチングプラットフォーム構築 

②新たな投資案件の創出、レガシー工場・設備の共同利活用 

（３）海外との産業交流の促進 
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①海外（台湾・米国・欧州）の関連機関とのアライアンス形成 

   ②ＳＩＩＱのＭＯＵの活用等による産業交流及び人材交流 

 取組として、「人材育成」「サプライチェーン強靱化」の２つのワーキンググループ（以

下、「ＷＧ」）を設置して具体策を実行し、管内の５県が組成した半導体協議体とも連携し

てオール九州で取組を推進する。さらには、九州がモデルとなるエコシステムを構築し、

他地域での横展開に繋げてオールジャパンでの展開に発展する、としている（図５－１）。 

 

図５－１ 「九州半導体人材育成等コンソーシアム」の体制 

 
（資料）九州半導体人材育成等コンソーシアム 事務局提供 

 

 既に具体的な取り組みも始まっており、人材育成ＷＧでは①高専での半導体人材育成カ

リキュラムの検討、②佐世保高専への出前授業、③熊本高専から他の実践校など全国への

横展開、④半導体産業魅力発信活動（熊本工業高校への出前授業）、⑤教員向け研修会、 

サプライチェーン強靱化では課題等の調査を実施し、海外との交流促進の取組として①九

州・台湾半導体交流訪問団 2023、②海外との交流事業等を実施している。 

 

［２］東北エリアの事例 

 「東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会」は、2022 年 6 月 10 日に設立され、東

北経済産業局と公益財団法人いわて産業振興センター（盛岡市）が事務局となり運営して

いる。産学官の機関で構成する①人材育成ＷＧ、②サプライチェーン強靭化ＷＧを設置し、

人材育成プログラム等の検討を行い、それを踏まえて研究会としての対応策（推進体制含

む）を議論してとりまとめる、としている。 

 具体的な活動として、アンケート等でニーズ調査を行った結果、サプライチェーン強靭

化として、集積マップ作成による半導体産業の見える化、半導体メーカーとメンテナンス

事業者間のマッチング強化などに取り組むことを計画し、人材育成・確保として、地域の
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半導体産業の特徴を反映した座学講座（オンライン・オンデマンド）、東北大学の施設を活

用した実習講座、半導体に特化したインターンシップや若年層を対象とした半導体産業の

魅力発信に資するコンテンツの作成などを検討・実施している。この研究会には、2023 年

3 月末時点で 71 社・機関（産業界 46 社、大学・高専等 14 機関、経済団体・行政機関等 11

機関）が参加している。 

 なお、「東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会」を運営している公益財団法人い

わて産業振興センターは、岩手県と共同で「いわて半導体関連産業集積促進協議会（I-SEP）」

を運営して県内の半導体産業の育成・支援を継続的に実施してきた実績を持ち、研究会活

動の基盤となっている（資料５－１）。 

 この協議会は、岩手県内での半導体関連産業の集積促進を目的に 2008 年に設立され、2023

年 1 月 30 日現在で 406 社・機関が加入している。具体的な活動は、取引拡大に向けてマッ

プ作成による情報発信、展示会出展、ＮＳマッチング、コーディネーター支援など、人材

育成では小中学生からの興味喚起・理解醸成、高度技術者の育成に加え、半導体製造装置

等メンテナンス人材育成を開始した。 

特に、県内に立地する大手半導体メーカーが使用している各種装置の保守・点検業務を、

県外企業が受注することが多い事実に着目し、県内企業がそうしたメンテナンス分野で参

入できるような支援を重点した点が注目に値する。 

 

資料５－１ 「いわて半導体関連産業集積促進協議会」の活動内容 

 

（出所）いわて半導体関連産業集積促進協議会ウェブサイト 
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（２）中国地域における半導体関連産業集積強化や人材育成の自立的運営に向けた方向性 

 

［１］他地域の事例から得られる示唆 

先述した九州と東北の事例から、中国地域における半導体関連産業集積強化や人材育成

支援の自立的運営に向けた方向性を整理したものが表５－２である。 

 

表５－２ 中国地域の半導体関連産業集積強化や人材育成の自立的運営に向けた方向性 

  

 

 運営母体は、当初は中国経済産業局を中心とする事務局として、そこでの企画内容を協

議会の中心メンバー（産学官）で構成する諮問機関で、運営方針に照らして審議し管理す

る。この諮問機関は、今年度に開催した「企画運営会議」を軸としてメンバーを調整する

ことが一案である。さらに、その諮問機関で自立化に向けて組織体やその人員、運営予算

等について検討し、産学官がヒト・モノ・カネ・情報を持ち寄って自立化を実現すること

が理想的である（具体的な取組内容については第５章（３）で述べる）。 

 

［２］中国地域の自治体および広域での連携 

運営母体は、中国地域内部の自治体との連携を深めつつ、九州や東北、そして今後に全

国で設立が計画されているコンソーシアムとの連携によって、課題を共有し、各地の強み

を生かした広域での役割分担を図ることが有効である。 

 参考となるのは九州の事例で、「九州半導体人材育成等コンソーシアム」では管内の５県

が組成した半導体協議体と連携し、「オール九州」で取組を推進するとしている。大分県の

ＬＳＩや熊本県のイメージセンサーとパワー半導体など各県の特徴を踏まえ、各県の政策

と連動させてサプライチェーン強化や人材育成の取組を進めるとしている。市レベルでも、
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公益財団法人北九州産業学術推進機構が 2022 年 7 月 20 日に設立した「北九州半導体ネッ

トワーク」と連携し、北九州市での独自の取組（次世代の半導体テスト技術の研究開発支

援）を応援しつつ、新規顧客の開拓やマッチング等で協力体制を構築している。 

 中国地域の自治体では、岡山県と東広島市が半導体産業に対する具体的な支援を開始し

ている。岡山県は、「おかやまグリーン成長支援事業」でグリーン社会のキーデバイスとし

て期待される次世代パワー半導体に注目し、最新技術に関する情報提供から、研究開発や

販路開拓に至るまで支援を行っており、東広島市でも、マイクロンメモリジャパン㈱（以

下、「マイクロン」）や広島大学ＮＤ研究所の立地を活かしたネットワーク形成やビジネス

創出を目指している。今年度、既に協議会として各自治体との共催事業を行い連携を開始

しており（資料５－２）、他の自治体も現時点では半導体分野に特化した支援策は少ないも

のの、製造業や産業全般を対象として、半導体関連企業も活用可能な研究開発や設備投資、

販路開拓等に関する補助金をはじめ、コーディネーターによる助言・指導、マッチングな

どの支援が行われていることから（表５－３）、各自治体との連携拡大・深化を進めて「オ

ール中国地域」での取組に高度化させる視点が必要である。 

 

資料５－２ 中国地域の自治体における半導体関連支援事業 

 
（出所）中国経済産業局 提供 
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表５－３ 中国地域の自治体による半導体産業への支援策 

 
（資料）協議会参加自治体へのアンケート調査および聴取調査により作成 
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（３）中国地域における半導体関連産業集積強化や人材育成の自立的運営に向けた活動案 

 

来年度の具体的な活動内容として、「サプライチェーンＷＧ」と「人材育成・確保ＷＧ」

を設置する。それぞれのＷＧでテーマを設定して情報共有を進め、具体的な動きを企画検

討していく。 

本事業の結果から、「サプライチェーンＷＧ」では①事業環境、②次世代技術、③取引拡

大、「人材育成・確保ＷＧ」では①スキルＭＡＰ／モデル講座、②スキル最適化、③高専活

用、のテーマを設定することが望ましく、それらの背景と情報共有・アクション案を表５

－４にまとめた。 

 

表５－４ 中国地域の半導体関連産業集積強化や人材育成の具体的活動案 
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 当初、「メモリ」や「パワー半導体」といった分野毎の分科会を設定する案について「企

画検討委員会」にて検討したところ、「各社が保有する技術情報や開発内容は共有できない

のではないか」「ＷＧが目指すアウトプットを設定するのが難しいのではないか」という意

見があったことから、表５－４のＷＧ活動案に改め、「協議会第２回会合」において提案し

審議したところ、承諾が得られた。今後、ＷＧでの議論を重ねた結果、より詳細なテーマ

での議論が必要になった段階で、ＷＧから切り出す形で分科会を設定する等、今後もその

時々に適した体制を検討することが望ましい。 

 なお、九州や東北の事例から、ＷＧを設置して参加者を集め、具体的な検討を進める過

程では、参加企業・機関との綿密かつ詳細な協議・情報共有が最も重要と考えられる。こ

れは、将来的に研究開発や社会実証等の具体的なプロジェクトを円滑に立ち上げるにあた

っての信頼関係の構築につながり、参加各社に求められる社内調整にも不可欠と言える。 

 さらに、ＷＧ運営等に継続的に関与していく事務局が必要である。本来であれば企業主

体でＷＧや分科会を運営していくことが理想的であるが、取組が長期にわたる可能性が高

いため、例えば九州地域におけるＳＩＩＱのような組織体を立ち上げ、運営母体として継

続的にＷＧや分科会に関与することで参加者との信頼関係を深め、将来の研究開発や社会

実証プロジェクトの実現を図ることが重要と考えられる。 

 また、調査の過程で明らかになったこととして、九州地域ではＴＳＭＣの進出やＪＡＳ

Ｍ（ＴＳＭＣの子会社 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing㈱）の設立、ソニー

セミコンダクタマニュファクチャリング㈱の大型投資など、半導体産業の活況や人材需要

を身近に感じており、産業界全体で半導体のサプライチェーン強化や、教育界での半導体

人材育成の必要性を認識した動きになっている。他方で、中国地域では、それらが半導体

に直接関係する企業や研究者に限定した動きにとどまっており、サプライチェーン強化と

人材育成に対する認識を高めることから開始することも必要と考えられる。 
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第６章 まとめ（調査結果と今後の活動提案） 
 

（１）サプライチェーン強靱化に向けた活動 

 中国地域における半導体関連企業および半導体関連技術を持つ大学・高専等のポテンシ

ャル調査を通じて、中国地域内にある技術・プロセス、産業集積としての強みと弱みを把

握するとともに、会員企業の集積マップ、中国地域の大学・高専等 14 名の研究者ＤＢを作

成し、集積の「見える化」を図った。 

 今後の活動案としては、集積マップなどを活用しつつ、企業側のニーズ発信、中国地域

の中小企業等による技術提案等、異業種からの参入に向けたマッチングを設定・試行し、

検証を加え、さらに、これを通じた集積マップのデザイン性向上や企業の追加等を行い、

検証を行うことを提案する。 

 さらに、事業環境及び次世代技術等に係る調査を行い、地域産学官との議論を通じて課

題を整理した上で検証し、サプライチェーン強靱化のための戦略をとりまとめる。 

 

（２）人材育成・確保に向けた活動 

 半導体人材の育成強化のための調査を通して、中国地域において必要とされる半導体人

材像、半導体人材育成の実態・必要な教育が明らかになった。 

今後の活動案としては、地域内外の大学・高専等の先進事例を踏まえ、想定する人材像

毎に必要な育成要件・方法・体制を検討した上で、研究者ＤＢも活用し、人材育成プログ

ラム素案を作成・試行し、検証を行うことで実効的・効果的な人材育成プログラムをとり

まとめる。 

さらに、高専モデルカリキュラム（COMPASS 5.0）の取組内容に係る調査・展開方法の検

討及び研究開発人材育成のための高専・大学接続スキーム（連携協定や育成パス）の調査・

展開方法の検討を行う。 

 

（３）半導体関連産業集積強化や人材育成の自立的運営に向けた活動 

 九州地域や東北地域の先行事例調査を通じて、中国地域での自立的運営について検討を

行ったものの、長期的な運営母体および予算・人員等の運営体制の設定については今後の

課題となる。 

 運営体制ありきではなく、上述のサプライチェーン強靱化及び人材育成・確保に向けた

活動内容を固めていく中で、メリットや各会員の負担についても明らかにし、運営体制に

ついて検討する必要がある。 
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 本マップは、中国経済産業局委託事業「令和４年度地域経済産業活性化対策調査事業（中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事業）」に
より作成したものです（委託事業実施機関：公益財団法人 中国地域創造研究センター）。

 本マップは、中国地域半導体関連産業振興協議会の会員企業の最新情報を取りまとめたものであり、中国地域の企業を網羅したものではありません。
 今後、上記会員企業の拡充等に伴い情報更新を行います。











企業名 内容 所在地 URL 担当部署 担当者

エスタカヤ電子工業株式会社 半導体後工程全般 岡山県浅口郡里庄町里見3121-1 https://www.s-takaya.co.jp/
経営企画室
0865-64-4131

株式会社S-Nanotech Co-Creation
半導体・薄膜
・ナノ粒子・デバイス開発

島根県松江市西川津町
島根大学理工学部内

https://sncc.co.jp/

株式会社サンエス 半導体後工程 広島県福山市神辺町大字川南741-1 https://www.sun-s.jp/

シャープ福山レーザー株式会社
アナログﾞＩＣ
･光デバイス等

広島県福山市大門町旭１番地 https://sfl.jp.sharp

株式会社三社電機製作所 岡山工場 パワー半導体 岡山県勝田郡奈義町柿1741 https://www.sansha.co.jp/
半導体製造本部 岡山工場
0868-36-3111

岸本博明
kishi@sansha.co.jp

フェニテックセミコンダクター株式会社 パワー半導体 岡山県井原市木之子町6833 https://www.phenitec.co.jp/
管理本部
0866-62-4121

金平剛一

マイクロンメモリジャパン株式会社
広島工場／広島開発センター

メモリ半導体 広島県東広島市吉川工業団地7-10 https://jp.micron.com/

三菱電機㈱
パワーデバイス製作所 福山事業所

パワー半導体 広島県福山市大門町旭1-4 https://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/index.html
084-940-3000
（福山事業所代表電話）

info@sncc.co.jp

中国地方の半導体関連企業①（半導体デバイス製造）



企業名 内容 所在地 URL 担当部署 担当者

イナバゴム株式会社 精密ゴム成形品・圧力センサ製造販売 鳥取県鳥取市千代水1-63 http://www.inaba-rubber.co.jp/ 技術開発センター 河原 0857-25-3214

ウィンゴーテクノロジー株式会社 機能性可溶性ポリイミド 岡山県岡山市北区芳賀5303番地 ＯＲＩＣ内 https://wingotech.co.jp/

エア・ウォーター株式会社 半導体プロセスガス・ケミカル・供給装置 広島県東広島市吉川工業団地７番１０号 https://www.awi.co.jp/ja/index.html
デジタル＆インダストリーグループ
エレクトロニクスユニット

広島：082-420-9123
大阪：06-6252-1767

倉敷ボーリング機工株式会社 エッチング用製造装置消耗品加工 岡山県倉敷市松江2-4-20 https://www.kbknet.co.jp/ 086-456-3877（代表）／info@kbknet.co.jp

クラレ株式会社 ウェハ研磨用パッド 東京都千代田区大手町2-6-4 https://www.kuraray.co.jp/ エレクトロマテリアルズ推進本部 03-6701-1401

三徳化学工業株式会社 広島工場 電子工業用過酸化水素 広島県東広島市高屋台二丁目7番3号 http://www.santoku-chem.com/ 管理部 今野 照夫

ジャパンファインスチール株式会社 ウェハスライス用ワイヤー 山口県山陽小野田市石井手1-19-1 https://www.jpfs.co.jp/

株式会社新興製作所
電子部品・半導体部品・機械部品
／精密研磨加工・精密切断加工

（真庭工場） 岡山県真庭市西河内97-25
（津山工場） 岡山県津山市中村595

https://www.sinko-fh.co.jp/

株式会社ダイセル 大竹工場
電材向け溶剤等、電材向け樹脂等、
セルロース製品

広島県大竹市東栄2-1-4 https://www.daicel.com/
大竹工場総務部
0827-53-2151

渡邊憲（総務部長）

中国精油株式会社 水島工場
電解液の溶媒（カーボネート類）の
精製（超低水分化、金属除去）

岡山県倉敷市玉島乙島８２５２－８ https://www.chusei-oil.com
水島工場
蒸留精製グループ

グループリーダー 横溝伸治
086-526-1106／
s.yokomizo@chusei-oil.co.jp

東横化学株式会社 中国支社 半導体製造用ガス・薬品 広島県東広島市西条町田口一ツ橋710-116 https://www.toyokokagaku.co.jp
広島事業所
082-490-0848

石川衛・荒田哲也

株式会社トクヤマ 多結晶シリコン等 山口県周南市御影町 1-1 https://www.tokuyama.co.jp/

株式会社ナノ・キューブ・ジャパン
ナノ金属、ナノ酸化物、
ドーピングしたナノ酸化物

岡山県岡山市北区芳賀5303 ORIC内 http://www.nano-c-j.co.jp/ 086-201-6697
中崎
info@nano-c-j.co.jp

日本エア・リキード合同会社
広島オペレーションセンター

半導体プロセスガス
広島県東広島市吉川工業団地7-10
マイクロンメモリジャパン㈱広島工場内

https://jp.airliquide.com/
エレクトロニクス事業本部
営業統括部 082-429-3331

真柴博文
090-1853-6571

株式会社フェクト 電極部材用ナノ銀アロイインク等 岡山県津山市西吉田558-3 https://fect.jp/
先端技術研究所
0868-35-2315

草野浩幸

https://www.sinko-fh.co.jp/

info@wingotech.co.jp／soewinmaw@wingotech.co.jp
086-286-8161

中国地方の半導体関連企業②（半導体デバイス材料・部材・材料加工）



企業名 内容 所在地 URL 担当部署 担当者

株式会社アドテックプラズマテクノロジー プラズマ用高周波電源等 広島県福山市引野町5-6-10 https://www.adtec-rf.co.jp/
営業部
084-945-1300

アラインテック株式会社 半導体製造関連ロボットシステム 山口県岩国市長野1815-7 https://alinetech.co.jp/

エスタカヤ電子工業株式会社 テスター、搬送装置等 岡山県浅口郡里庄町里見3121-1 https://www.s-takaya.co.jp/
経営企画室
0865-64-4131

オロル株式会社
ステンレス精密電解研磨（鏡面）、
ステンレス化学発色

鳥取県鳥取市南栄町１ https://ororu-inc.co.jp/ 営業部・開発部
営業部長 尾崎直人
開発部長 川見和嘉

関西プラスチック工業株式会社 薬液供給設備等 岡山県倉敷市四十瀬331-3 http://www.kanpla.com
営業部
086-425-1131

営業課 課長 水田幸一
090-2295-7022

株式会社クォークテクノロジー
エキシマ照射装置、UV-LED照射装置、
UVレーザーシステム

岡山県井原市木之子町167 http://www.quark-tec.com/
営業技術部
0866-62-1367

廣本(こうもと）佳泰
komoto12@quark-tec.com

倉敷化工株式会社 除振台・ステージ 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 https://www.kuraka.co.jp/ 産業機器事業部
吉田幸司
yoshida-k@kuraka.co.jp

サンセイジェネリック株式会社 高周波電源等 広島県福山市新涯町2丁目14番3号 http://www.sunsay.co.jp/

株式会社ジェーイーエル
半導体用ウェーハ搬送ロボット
及び搬送システム

広島県福山市草戸町2-8-20 https://www.jel-robot.co.jp/ 管理本部 金田恒幸

株式会社曽田鐵工 スクリーン印刷装置 島根県松江市富士見町１番地 https://sotaworks.com/

タツモ株式会社
貼合・剥離装置、洗浄装置、塗布・現像装
置、搬送装置等

岡山県岡山市北区芳賀5311 https://tazmo.co.jp/ 総務部 吉國 久雄

㈱ディスコ 広島事業所 ダイシングソー、グラインダ 広島県呉市広文化町1-23 https://www.disco.co.jp/jp/

株式会社日本製鋼所 広島製作所 広島県広島市安芸区船越南1-6-1 https://www.jsw.co.jp/ja/

ＪＳＷアフティ株式会社 東京都八王子市兵衛2-35-2 https://jsw-afty.co.jp/cs/

ＪＳＷアクティナシステム株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦2-2-1 https://www.jsw-aktina.co.jp/

日本セミラボ株式会社 半導体検査装置
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10
YS新横浜ビル6階

https://www.semilab-j.jp/
ビジネスマーケティング
グループ

木田 武史

株式会社日立ハイテク
笠戸地区 プロセスシステム製品本部

エッチング装置 山口県下松市東豊井794番地 https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/

株式会社ミウラ チラー開発・修理 広島県広島市中区南千田東町3-9 https://kkmiura.com/

安田工業株式会社 ステージ受託製造 岡山県浅口郡里庄町浜中1160 https://www.yasda.co.jp/
経営管理部
0865-64-2511

田中 貴啓

ローツェ株式会社 ウェハ搬送装置等 広島県福山市神辺町1588-2 https://www.rorze.com/

中国地方の半導体関連企業③（半導体製造装置）

エキシマレーザーアニール装置他
／各種レーザーアニール装置他
／ＥＣＲプラズマ成膜装置

管理部企画室
084-960-0205／kikaku@rorze.com

084-981-2770

企画部長 曽田大輔

営業統括部
0827-38-3555／eigyo_a0200@alinetech.com



企業名 内容 所在地 URL 担当部署 担当者

株式会社アクシス 板金加工 山口県下関市菊川町日新11142-1 https://www.axs-jp.com
C&C：083-288-2200
axs2000@axs-jp.com

常務取締役 古田

アサゴエ工業株式会社 鋳造・機械加工 岡山県岡山市南区箕島557-4 https://asagoe-net.co.jp/

エクセル株式会社 基板実装・組立、LED照明・設計 広島県福山市神辺町旭丘47-6 http://excel-inc.jp/ 084-965-6045 製造・技術部

オロル株式会社
ステンレス精密電解研磨（鏡面）、
ステンレス化学発色

鳥取県鳥取市南栄町１ https://ororu-inc.co.jp/ 営業部・開発部
営業部長 尾崎直人
開発部長 川見和嘉

協和ファインテック株式会社 ギアポンプ 岡山県岡山市東区金岡西町948-9 https://www.kyowa-ft.co.jp/ 企画開発部 空 洋明

株式会社日柳製作所
本社／平生工場

製缶･機械加工  塗装･組立
（本社工場）山口県下松市東豊井下豊井898-6
（平生工場）山口県熊毛郡平生町竪ヶ浜195-3

https://www.e-kusanagi.jp/
総務部
0833-41-0307

日柳美幸

倉敷ボーリング機工株式会社 エッチング用製造装置消耗品加工 岡山県倉敷市松江2-4-20 https://www.kbknet.co.jp/ 086-456-3877（代表）／info@kbknet.co.jp

清和工業株式会社 板金加工 山口県下松市葉山2-904-34 http://www.seiwa-industry.co.jp/

タイム株式会社 機械加工・接合 広島県三原市沼田西町小原73-48 https://time-merit.co.jp/
管理部
0848-85-0666

寺本

株式会社テクノウェル 配管システム
（柳井工場）山口県柳井市余田1345-1
（山口工場）山口県山口市佐山10747-10

http://www.technowell.co.jp/ 柳井工場 営業部
次長 笹木孝典
0820-23-3817

株式会社テック フィルム、接着シート加工 広島県竹原市西野町195-1 https://tec.co.jp 080-2897-7712 松下琢哉

東横化学株式会社
中国支社

材料供給システム、配管・計装工事 広島県東広島市西条町田口一ツ橋710-116 https://www.toyokokagaku.co.jp
広島事業所
082-490-0848

石川衛・荒田哲也

徳山興産株式会社 板金加工 山口県周南市野村3-19-19 https://www.tkosan.co.jp 製造部 岡本浩

日研トータルソーシング株式会社
東広島テクノセンター

設備保全及び半導体人材の研修 広島県東広島市三永3-1-7 https://nikken-hozen-mainte.jp/company.html
080-6662-9148
（テクノセンター0120-450-644）

中四国ブロック 大塚大悟

日総工産株式会社
広島営業所

人材派遣・請負
広島県広島市東区光町1-10-19
日本生命広島光町ビル1階

https://www.nisso.co.jp/
広島営業所
082-263-6161

小林 康信 y-kobayashi@nisso.co.jp
合田 幸生 y-gouda@nisso.co.jp

株式会社ひびき精機 機械加工 山口県下関市菊川町田部186-2 https://www.hibikiseiki.com/ 営業部 営業課
穐山陽介
083-288-2208

株式会社日立プラントサービス
中国支店

クリーンルーム・ユーティリティ設備他の
設計・施工・アフターサービス

広島県広島市中区紙屋町2-2-2
紙屋町ビル7F

https://www.hitachi-hps.co.jp/index.html
中国支店 産業システム営業部
082-249-2977

松林裕理
yuri.matsubayashi.et@hitachi.com

株式会社
フジワラケミカルエンジニアリング

樹脂筐体・樹脂部品 岡山県倉敷市福江7-1 https://www.fuji-chemicaleng.co.jp/
代表取締役 杉本剛久
086-485-2700

冨士ベークライト株式会社 ウエハ搬送/保管容器、研磨部材 岡山県井原市芳井町与井200 https://www.fujibake.com
新事業推進部 機能品事業課
0866-72ｰ0351(代)

妹尾 竜次

有限会社森板金製作所 板金加工 山口県萩市大字明木2551-3 http://www.moriban.co.jp/index.html

八洲貿易株式会社
西日本支社 岡山支店

産業機械等商社 岡山県倉敷市東塚6-7-31 https://ybk.co.jp/

株式会社山下工業所 板金加工、ブラスト処理 山口県下松市東海岸通り1-27 https://www.yamashita-kogyosho.com/
本社工場・営業部
0833-41-3333

石川圭一
k.ishikawa@odeko.co.jp

ユアサシステム機器株式会社 検査機、耐久試験機 岡山県岡山市北区吉備津2292-1 https://www.yuasa-system.jp/

086-724-0154／086-724-0171

中国地方の半導体関連企業④（製造装置部品・その他）
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中国地方の半導体関連研究者
データベース（DB）

2023年3月20日
中国経済産業局
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 本データベースは、中国経済産業局委託事業「令和４年度地域経済産業活性化対策調査事業（中国地域における半導体関連産業サプライチェーン強化事
業）」により作成したものです（委託事業実施機関：公益財団法人 中国地域創造研究センター）。

 本データベースは、中国地域の半導体関連研究者を網羅したものではありません。
 今後、情報更新を行います。



（注）「中国地域半導体関連産業振興協議会」事務局による分類













大学・高専名 広島大学 役職
研究者名

教授
黒木伸一郎

学部・学
科

研究室名
ナノ集積科学研究部門
SiC薄膜トランジスタ

研究概要
SiCを用いた極限環境エレクトロニクス、
Si薄膜トランジスタ、
放射線曝露下や超高温環境でも動作するSiC集積回路

キーワード パワー半導体、SiC、
MOSFET

研究室ＨＰ
https://seeds.office.hiroshima-
u.ac.jp/profile/ja.76ec61dcb6e3d155520e17560c007669.ht
ml

参考HP
研究部門

https://www.rnbs.hiroshima-
u.ac.jp/department/nano-integrated/

●シリコンカーバイド（SiC）を用いた極限環境エレクトロニクス
放射線曝露下や超高温環境でも動作するシリコンカーバイド集積回路
を構築することで、宇宙や深地下などの新しいフロンティアを切り拓
く（福島第一原発の廃炉作業にも使用可能な、 SiC研究開発を国内外
の研究者と共に推進）

①セルフアライメントプロセスによる寄生容量低減
② 4H-SiC MOSFETsの短チャンネル化
（サブミクロンデバイス化）

③反転層キャリア移動度の向上

①SiC基板にゲート構造
を埋込むセルフアライメ
ントゲート・トレンチ
4H-SiC MOSFETs
寄生容量低減には、ゲー
ト電極埋込後、CMPが有
効
⇒プレーナ型と比較し寄
生容量1/10以下

６



大学・高専名 山口大学 役職
研究者名

准教授
岡田成仁

学部・学科
研究室名

創成科学研究科
半導体工学講座

研究概要 窒化物半導体をベースとする発光ダイオード、
電子デバイスの結晶成長とデバイスプロセス キーワード 窒化物半導体、LED、FET

研究室ＨＰ http://device.eee.yamaguchi-u.ac.jp/ 参考HP
研究部門 https://youtu.be/he_1GfelMpc

●窒化物半導体の結晶成長からプロセス工程まで一貫して山口大学半導体デバイ
ス工学講座で実施できる装置、評価装置を有しています。

７









大学・高専名 広島商船
高等専門学校

役職
研究者名

准教授
酒池耕平

学部・学科
研究室名 電子制御工学科

研究概要 プラスチック基板上での低コスト・低温配線
技術の開発 キーワード

インクジェット
金属膜
絶縁膜
フレキシブルエレクトロクス

研究室ＨＰ https://www.hiroshima-cmt.ac.jp/faculty/denshi/ 参考HP
研究部門 https://wakasapo.nedo.go.jp/seeds/seeds-1802/

プラスチック基板上での高品質金属配線及び層間絶縁膜の低温形成技術

特許出願済 特許出願済
11





大学・高専名 大島商船
高等専門学校

役職
研究者名

准教授
中村翼

学部・学科
研究室名 電子機械工学科

研究概要
電子サイクロトロン共鳴イオン源（Electron 
Cyclotron Resonance Ion Source; ECRイオン源）
を用いた金属多価イオン等の生成，大気圧プラズ
マの応用

キーワード ECRイオン源，多価イオン，
イオンビーム，加速器

研究室ＨＰ シーズ集のURL; https://www.oshima-
k.ac.jp/school/17seedsm.html

参考HP
研究部門

https://researchmap.jp/oshima-
k.ac.jp M TN
所属機関のHP; https://www.oshima-k.ac.jp/

Fig. 1. ECRイオン源の概略図（チャンバー付近）
Fig. 2. 生成した多価イオンのスペクトル波形

電子サイクロトロン共鳴（ECR）イオン源は，大型加速器用の多価イオン源として開発され，現在，イオン注入装置での採用が検
討されている。本研究では工学応用を見据えて，製造コストおよびランニングコストが安価である永久磁石型の2.45 GHz-ECRイオン
源を開発している[1]。
現在，大島商船高専に設置されているECRイオン源を利用して，その応用例である，パワー半導体基板のSiCイオン注入用として，

近い将来必要となるアルミニウム4価のイオンビームの生成およびその電流量向上に向けた指針の確立を目指している。多価イオン
を生成する部分をチャンバーと呼び，図1にはECRイオン源のチャンバ付近の概略図を，図2には生成した多価イオンのスペクトル
（成分のようなもの）を示している。図2の結果から，横軸の27にピークを確認できたことから，アルミニウム1価イオンの生成を
確認した。なお図2の横軸は質量電荷比を表しており，この値と縦軸の電流量から，生成した多価イオンの判別・評価を行っている。

Reference. 
[1] T. Asaji et al., Rev. Sci. Instrum. 85, 02A940 (2014).
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大学・高専名 中国職業能力
開発大学校

役職
研究者名

特任職業能力開発
教授 高山雅彦

学部・学科
研究室名

生産電子情報システム
技術科

研究概要 MICS (Micromachined Integrated Chip Service)を
用いた磁気センサの開発 キーワード 電子回路、集積回路

研究室ＨＰ https://www3.jeed.go.jp/okayama/college/course/indu
strial_electronic_and_information_system.html

参考HP
研究部門

産学連携実績
その他

耐火性粉体充てんシステムの開発(2022)、樹脂部品接着性改質用大気圧プラズマジェットロボットの開発(2021)、
紙ひもの自動裁断・結束機の開発(2020)等

●MICS (Micromachined Integrated Chip Service)は複数
のユーザーで半導体製造ラインを共有するサービスです。
プロセスは1.6μｍ-Bi-CMOS，1000素子規模でマイクロ
マシンの周辺アナログ回路が実装できます。

MICS レイアウトプラン チップ写真 磁界を用いた位置検出

①磁界を用いたワイドレンジの位置検出用集積回路を設計
しました。
②チップ上にコイルを巻き、信号処理回路をその内部に配
置しました。
③MICSのプロセスを利用しました。
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資料３ 

企業アンケート調査票 

 





中国地域半導体関連産業振興協議会 企業アンケート調査票 

 

Ｑ１.  

貴社（貴事業所）での半導体関連事業の売上と利益について、「半導体不足」が顕著になる３年前との比

較でご回答ください。 

 

売上 

□ ２０％以上の増加 

□ ２０％未満の増減 

□ ２０％以上の減少 

 

利益 

□ ２０％以上の増加 

□ ２０％未満の増減 

□ ２０％以上の減少 

 

Ｑ２.  

貴社（貴事業所）での半導体関連事業の現状として、当てはまるものをご回答ください(複数選択)。 

□ 半導体製品 または その材料等の調達が難しい 

□ 半導体製造装置 または その部品等の調達が難しい 

□ 半導体製品 または その材料等の納期が遅れている 

□ 半導体製造装置 または その部品等の納期が遅れている 

□ 生産コストが高騰している 

 

Ｑ３.  

Ｑ２で「当てはまる」とご回答された内容について、具体的な品名をお答えください（任意回答）。 

（例：「サーボモータ」「温度センサ」） 

半導体製品 または その材料等の調達が難しくなった    （           ） 

半導体製造装置 または その部品の調達が難しくなった   （           ） 

半導体製品 または その材料等の納期が遅れるようになった （           ） 

半導体製造装置 または その部品の納期が遅れるようになった（           ） 

生産コストが高騰するようになった             （           ） 

 

Ｑ４.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業の売上構成比をご回答ください。 

□ 100％ 

□ 80～99％ 

□ 60～79％ 

□ 40～59％ 

□ 20～39％ 

□ 20％未満 



 

Ｑ５.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業について、半導体の「製造工程」を事業とされている場合、当ては

まる内容・プロセスをご回答ください(複数選択)。 

※ Ｑ５は「製造工程」、Ｑ６は「製造装置」、Ｑ７は「材料」に関する設問です。 

 

□ 半導体製造工程は無い 

□ 回路設計 

□ レイアウト設計 

□ フォトマスク製造 

□ インゴット作成 

□ インゴット切断 

□ ウエハー研磨 

□ ウエハー表面酸化 

□ 薄膜形成 

□ レジスト塗布 

□ 露光 

□ エッチング 

□ レジスト剥離洗浄 

□ イオン注入 

□ アニール 

□ 平坦化 

□ 電極形成・配線 

□ ウエハー検査 

□ ウエハー搬送 

□ グライシング 

□ ダイシング 

□ ダイボンディング 

□ ワイヤボンディング 

□ モールディング 

□ ＬＳＩ検査 

□ その他（                         ） 

 

Ｑ６.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業について、半導体の「製造装置」を事業とされている場合、当ては

まる内容・プロセスをご回答ください(複数選択)。 

 

□ 半導体製造設備に関する事業は無い 

□ インゴット引上装置・昇華炉 

□ ワイヤーソー 

□ ラッピング・ポリッシング 



□ 熱処理 

□ ＣＶＤ 

□ レジスト塗布 

□ 露光 

□ プラズマエッチング 

□ レジスト剥離洗浄 

□ イオン注入 

□ アニール 

□ ＣＭＰ（平坦化） 

□ ケミカルエッチング 

□ ＰＶＤ 

□ スパッタ 

□ プローブ検査 

□ 搬送 

□ グライシング 

□ ダイシング 

□ ダイボンディング 

□ ワイヤボンディング 

□ モールディング 

□ 各種試験・検査 

□ その他（                         ） 

  

Ｑ７.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業について、半導体の「材料」を事業とされている場合、当てはまる

内容・プロセスをご回答ください(複数選択)。 

 

□ 半導体材料に関する事業は無い 

□ シリコン原料 

□ ソー・ワイヤー 

□ 研磨剤 

□ 酸素・窒素 

□ ポリシリコン 

□ ＣＶＤガス 

□ レジスト 

□ フォトマスク 

□ フォトマスク保護フィルム 

□ エッチングガス 

□ 現像液 

□ 洗浄液 

□ 純水 

□ ドープガス（ホウ素など） 



□ 平坦化用保護フィルム 

□ スパッタ材 

□ めっき液 

□ サポートガラス 

□ フレーム 

□ 金ワイヤ 

□ 封止樹脂 

□ その他（                         ） 

  

Ｑ８.  

Ｑ５～Ｑ７で回答頂いた技術・製品のうち主要なものを一つだけご回答頂き、その技術・製品の強みや

特徴について教えて下さい。 

 

主要技術・製品 

（                            ） 

 

強み・特徴 

（                            ） 

 

Ｑ９.  

貴社（貴事業所）では、半導体関連事業について、大学などの研究機関と共同で研究開発を実施してい

ますか。 

□ 共同研究・共同開発を行っている 

□ 共同研究・共同開発を行っていない 

 

Ｑ１０.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業での課題について、当てはまるものをご回答ください(複数選択)。 

□ 技術開発・製品開発 

□ 設備の拡充・更新 

□ 設備投資資金の確保 

□ 運転資金の確保 

□ 販路・新規顧客の開拓 

□ 業界に関する情報収集 

□ 連携先（半導体関連企業）の開拓・確保 

□ 連携先（半導体関連以外の企業）の開拓・確保 

□ 連携先（大学などの研究機関）の開拓・確保 

□ その他（                          ） 

 

Ｑ１１.  

Ｑ１０で「課題がある」と回答された項目について、具体的な内容をご回答ください（任意回答）。 

技術開発・製品開発  （                     ） 



設備の拡充・更新   （                     ） 

設備投資資金の確保  （                     ） 

運転資金の確保    （                     ） 

販路・新規顧客の開拓 （                     ） 

業界に関する情報収集 （                     ） 

連携先（半導体関連企業）の開拓・確保    （                     ） 

連携先（半導体関連以外の企業）の開拓・確保 （                     ） 

連携先（大学・研究機関等）の開拓・確保   （                     ） 

その他  （                     ） 

 

Ｑ１２.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業では、以下の項目をどの程度、重要視していますか。 

 

 かなり重要 重要 
あまり 

重要ではない 

まったく 

重要ではない 

技術開発・製品開発 □ □ □ □ 
設備の拡充・更新 □ □ □ □ 
設備投資資金の確保 □ □ □ □ 
運転資金の確保 □ □ □ □ 
販路・新規顧客の開拓 □ □ □ □ 
業界に関する情報収集 □ □ □ □ 
連携先（半導体関連企業）の開拓・確保 □ □ □ □ 
連携先（半導体関連以外の企業）の開拓・確保 □ □ □ □ 
連携先（大学・研究機関等）の開拓・確保 □ □ □ □ 

 

Ｑ１３.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業では、以下の項目について支援のご要望がありますか。 

 

 
かなり要望 

がある 

ある程度の 

要望がある 

あまり 

要望はない 

まったく 

要望はない 

技術開発・製品開発 □ □ □ □ 
設備の拡充・更新 □ □ □ □ 
設備投資資金の確保 □ □ □ □ 
運転資金の確保 □ □ □ □ 
販路・新規顧客の開拓 □ □ □ □ 
業界に関する情報収集 □ □ □ □ 
連携先（半導体関連企業）の開拓・確保 □ □ □ □ 
連携先（半導体関連以外の企業）の開拓・確保 □ □ □ □ 
連携先（大学・研究機関等）の開拓・確保 □ □ □ □ 

 

 



Ｑ１４.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業で、昨年度（2021 年度）に採用した職種（以下の選択肢）ごとの人

数をご回答ください。 

※ 採用のない職種は、空欄のままで構いません。 

 

オペレーター （   ）人 

生産技術職  （   ）人 

生産管理職  （   ）人 

品質管理職  （   ）人 

研究開発職  （   ）人 

技術営業職  （   ）人 

事業企画職  （   ）人 

その他    （   ）人（具体的な職種名：                ） 

  

Ｑ１５.  

（Ｑ１４でご回答頂いた）昨年度に採用した人数を、経歴別にご回答ください。 

※ 採用していない経歴は、空欄のままで構いません。 

 

高校卒             （   ）人 

専門学校卒           （   ）人 

高等専門学校（高専）卒     （   ）人 

大学（学部）卒         （   ）人 

大学院（修士）修了       （   ）人 

大学院（博士）修了       （   ）人 

キャリア採用（半導体事業経験者）  （   ）人 

キャリア採用（半導体事業未経験者） （   ）人 

 

Ｑ１６.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業で、以下の職種についての「人材の充足度」についてご回答くださ

い。 

 

 
かなり不足 

している 

やや不足 

している 

ほぼ 

足りている 

十分に 

足りている 
必要ない 

オペレーター □ □ □ □ □ 
生産技術職 □ □ □ □ □ 
生産管理職 □ □ □ □ □ 
品質管理職 □ □ □ □ □ 
研究開発職 □ □ □ □ □ 
技術営業職 □ □ □ □ □ 
事業企画職 □ □ □ □ □ 

 



Ｑ１７.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業で、以下の職種についての「人材採用の難易度」についてご回答く

ださい。 

 

 
かなり 

困難 
やや困難 やや容易 

かなり 

容易 
必要ない 

オペレーター □ □ □ □ □ 
生産技術職 □ □ □ □ □ 
生産管理職 □ □ □ □ □ 
品質管理職 □ □ □ □ □ 
研究開発職 □ □ □ □ □ 
技術営業職 □ □ □ □ □ 
事業企画職 □ □ □ □ □ 

 

Ｑ１８.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業では、短期的観点（１～３年後）での人材採用（職種別）について

どのようにお考えですか。 

 

 
かなり 

増員したい 

やや増員 

したい 

やや減員 

したい 

かなり 

減員したい 
必要ない 

オペレーター □ □ □ □ □ 
生産技術職 □ □ □ □ □ 
生産管理職 □ □ □ □ □ 
品質管理職 □ □ □ □ □ 
研究開発職 □ □ □ □ □ 
技術営業職 □ □ □ □ □ 
事業企画職 □ □ □ □ □ 

 

Ｑ１９.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業では、中期的観点（４～１０年後）での人材採用（職種別）につい

てどのようにお考えですか。 

 

 
かなり 

増員したい 

やや増員 

したい 

やや減員 

したい 

かなり 

減員したい 
必要ない 

オペレーター □ □ □ □ □ 
生産技術職 □ □ □ □ □ 
生産管理職 □ □ □ □ □ 
品質管理職 □ □ □ □ □ 
研究開発職 □ □ □ □ □ 
技術営業職 □ □ □ □ □ 
事業企画職 □ □ □ □ □ 



Ｑ２０.  

貴社（貴事業所）での半導体関連事業について、経歴別の人材採用の意向についてご回答ください。 

 

 
採用予定は 

無い 

あまり採用 

したくない 

どちらかといえば 

採用したい 

ぜひとも 

採用したい 

高校生 □ □ □ □ 
専門学校生 □ □ □ □ 
工業高等専門学校（高専）生 □ □ □ □ 
大学生 □ □ □ □ 
大学院生（修士課程） □ □ □ □ 
大学院生（博士課程） □ □ □ □ 
経験者（半導体産業） □ □ □ □ 
経験者（半導体以外の産業） □ □ □ □ 

 

Ｑ２１.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業で、職種別に求める知識をすべてご回答ください 

 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

半導体工学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
物理学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
化学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
電気・電子工学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
機械工学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
情報工学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
数学・統計学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 
量子力学（概論） □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

デジタル設計 □ □ □ □ □ □ □ 
アナログ設計 □ □ □ □ □ □ □ 
無線通信設計 □ □ □ □ □ □ □ 
パワー半導体設計 □ □ □ □ □ □ □ 
半導体実装設計 □ □ □ □ □ □ □ 
システム設計 □ □ □ □ □ □ □ 
ＰＤＫ開発 □ □ □ □ □ □ □ 
ＥＤＡ・ＣＡＤ開発 □ □ □ □ □ □ □ 
設計資産・ライブラリ開発 □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

機械力学 □ □ □ □ □ □ □ 
熱力学 □ □ □ □ □ □ □ 



流体力学 □ □ □ □ □ □ □ 
材料力学 □ □ □ □ □ □ □ 
制御工学 □ □ □ □ □ □ □ 
計測工学 □ □ □ □ □ □ □ 
ナノテク・バイオ □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

プログラミング □ □ □ □ □ □ □ 
ＡＩ・機械学習 □ □ □ □ □ □ □ 
セイバーセキュリティ □ □ □ □ □ □ □ 
半導体製造装置のオペレーション経験 □ □ □ □ □ □ □ 
ＥＤＡ・ＣＡＤシステムの利用経験 □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

半導体製造の実習経験 □ □ □ □ □ □ □ 
材料・化学の実習経験 □ □ □ □ □ □ □ 
工程管理 □ □ □ □ □ □ □ 
品質管理 □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

リスクマネジメント □ □ □ □ □ □ □ 
プロジェクトマネジメント □ □ □ □ □ □ □ 
オペレーションズマネジメント □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

事業企画 □ □ □ □ □ □ □ 
知財戦略 □ □ □ □ □ □ □ 
テクノロジーマーケティング □ □ □ □ □ □ □ 
デザイン思考 □ □ □ □ □ □ □ 
アントレプレナーシップ □ □ □ □ □ □ □ 

 
オペレー 

ター 

生産 

技術職 

生産 

管理職 

品質 

管理職 

研究 

開発職 

技術 

営業職 

事務 

企画職 

英語 □ □ □ □ □ □ □ 
中国語 □ □ □ □ □ □ □ 
韓国語 □ □ □ □ □ □ □ 
ベトナム語 □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Ｑ２２.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業では、技術者育成のための社内研修と、外部プログラムを活用した

研修を実施していますか。 



 

社内研修 

□ 実施している 

□ 実施していない 

 

外部プログラムを活用した研修 

□ 実施している 

□ 実施していない 

 

 

Ｑ２３.  

貴社（貴事業所）での社内研修の課題があれば、すべてご回答ください(複数選択)。 

□ 課題は無い 

□ 時間数の確保 

□ 予算の確保 

□ 講師の確保 

□ 装置・設備の確保 

□ 参加率の低さ 

□ 効果の見えづらさ 

□ その他（                                ） 

 

Ｑ２４.  

貴社（貴事業所）で実施している社内研修の内容と、社外のプログラムで利用したい内容をご回答くだ

さい(複数選択)。 

 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

半導体工学（概論） □ □ 
物理学（概論） □ □ 
化学（概論） □ □ 
電気・電子工学（概論） □ □ 
機械工学（概論） □ □ 
情報工学（概論） □ □ 
数学・統計学（概論） □ □ 
量子力学（概論） □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

デジタル設計 □ □ 
アナログ設計 □ □ 
無線通信設計 □ □ 
パワー半導体設計 □ □ 



半導体実装設計 □ □ 
システム設計 □ □ 
ＰＤＫ開発 □ □ 
ＥＤＡ・ＣＡＤ開発 □ □ 
設計資産・ライブラリ開発 □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

機械力学 □ □ 
熱力学 □ □ 
流体力学 □ □ 
材料力学 □ □ 
制御工学 □ □ 
計測工学 □ □ 
ナノテク・バイオ □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

プログラミング □ □ 
ＡＩ・機械学習 □ □ 
セイバーセキュリティ □ □ 
半導体製造装置のオペレーション経験 □ □ 
ＥＤＡ・ＣＡＤシステムの利用経験 □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

半導体製造の実習経験 □ □ 
材料・化学の実習経験 □ □ 
工程管理 □ □ 
品質管理 □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

リスクマネジメント □ □ 
プロジェクトマネジメント □ □ 
オペレーションズマネジメント □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

事業企画 □ □ 
知財戦略 □ □ 
テクノロジーマーケティング □ □ 
デザイン思考 □ □ 
アントレプレナーシップ □ □ 

 
社内研修で 

実施している 

社外のプログラムを 

活用したい 

英語 □ □ 



中国語 □ □ 
韓国語 □ □ 
ベトナム語 □ □ 

 

 

Ｑ２５.  

貴社（貴事業所）での半導体関連事業での人材育成で「今後強化したい」とお考えの内容についてすべ

てご回答ください(複数選択)。 

□ 社内研修の拡充 

□ 外部プログラムの活用（拡大） 

□ 教育・研究機関からの講師の招聘 

□ 教育・研究機関との共同研究を通じた育成 

□ その他（                           ） 

 

 

Ｑ２６.  

貴社（貴事業所）の半導体関連事業でインターンシップの受入を実施していれば、対象となる学生（経

歴）毎にご回答ください。 

□ 高校生 

□ 専門学校生 

□ 工業高等専門学校（高専）生 

□ 大学生 

□ 大学院生（修士課程） 

□ 大学院生（博士課程） 

 

 

Ｑ２７.  

最後に、以下についてご回答をお願い致します。 

お名前 （                ） 

フリガナ（                ） 

ご所属 （                ） 

お役職 （                ） 

所在地 （                ） 

E-mail  （                ） 

 

Ｑ２８.  

売上規模 

□ １億円未満 

□ １億円以上１０億円未満 

□ １０億円以上５０億円未満 

□ ５０億円以上１００億円未満 



□ １００億円以上５００億円未満 

□ ５００億円以上１０００億円未満 

□ １０００億円以上 

 

Ｑ２９.  

従業員規模 

□ ３０人未満 

□ ３０人以上５０人未満 

□ ５０人以上１００人未満 

□ １００人以上３００人未満 

□ ３００人以上１０００人未満 

□ １０００人以上 

 

 

アンケート調査は以上です。 

ご協力ありがとうございました。 

 





 

 

 

 

 

資料４ 

協議会設立趣旨 

（中国経済産業局） 

 









 

 

 

 

 

資料５ 

協議会会員名簿 

（2023 年 2 月 28 日時点） 

 





（五⼗⾳順）

株式会社アクシス 三徳化学⼯業株式会社 ⽇本セミラボ株式会社

アサゴエ⼯業株式会社 株式会社ジェーイーエル 東広島市

株式会社アサヒメッキ 島根県 株式会社⽇⽴ハイテク

株式会社アドテックプラズマテクノロジー 島根⼤学 株式会社⽇⽴プラントサービス

アラインテック株式会社 ジャパンファインスチール株式会社 株式会社ひびき精機

イナバゴム株式会社 シャープ福⼭レーザー株式会社 広島市⽴⼤学

ウィンゴーテクノロジー株式会社 周南市 広島県

宇部⼯業⾼等専⾨学校 株式会社新興製作所 広島⼯業⼤学

エア・ウォーター株式会社 清和⼯業株式会社 公益財団法⼈ ひろしま産業振興機構

エクセル株式会社 株式会社曽⽥鐵⼯ 広島市

エスタカヤ電⼦⼯業株式会社 株式会社ダイセル 広島商船⾼等専⾨学校

株式会社S-Nanotech Co-Creation タイム株式会社 広島⼤学

岡⼭県 タツモ株式会社 株式会社フェクト

公益財団法⼈岡⼭県産業振興財団 ⼀般社団法⼈ 中国経済連合会 フェニテックセミコンダクター株式会社

岡⼭県⽴⼤学 中国職業能⼒開発⼤学校 福⼭市

岡⼭⼤学 中国精油株式会社 冨⼠ベークライト株式会社

オロル株式会社 中⼩企業基盤整備機構 マイクロンメモリ ジャパン

関⻄プラスチック⼯業株式会社 株式会社ディスコ 松江⼯業⾼等専⾨学校

九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会 株式会社テクノウェル 株式会社ミウラ

協和ファインテック株式会社 株式会社テック 三菱電機株式会社

株式会社クォークテクノロジー ⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会 有限会社森板⾦製作所

株式会社⽇柳製作所 東横化学株式会社 安⽥⼯業株式会社

倉敷化⼯株式会社 株式会社トクヤマ ⼋洲貿易株式会社

倉敷ボーリング機⼯株式会社 徳⼭興産株式会社 ⼭⼝県

株式会社クラレ ⿃取県 公益財団法⼈やまぐち産業振興財団

呉⼯業⾼等専⾨学校 ⿃取⼤学 ⼭⼝⼤学

呉市 株式会社ナノ・キューブ・ジャパン 株式会社⼭下⼯業所

独⽴⾏政法⼈国⽴⾼等専⾨学校機構 ⽇総⼯産株式会社 ユアサシステム機器株式会社

株式会社サンエス ⽇研トータルソーシング株式会社 ⽶⼦⼯業⾼等専⾨学校

株式会社三社電機製作所 ⽇本エア・リキード合同会社 ローツェ株式会社

サンセイジェネリック株式会社 株式会社⽇本製鋼所 株式会社WAC

中国地域半導体関連産業振興協議会
会員名簿（2023年2⽉28⽇時点）

（93社・機関）



 




